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(57)摘要

本发明涉及一种载体铜箔剥离层的镀液及

剥离层的制备方法，镀液包括如下组份：酒石酸

氢钾20～60g/L ,硫酸锌8～16g/L,添加剂A 5～

20g/L,pH＝3.0～5.0，添加剂A为3-(2,3-环氧丙

氧)丙基三甲氧基硅烷、3-(2,3-环氧丙氧)丙基

三乙氧基硅烷、3-(2,3-环氧丙氧)丙基甲氧基二

乙氧基硅烷或3-(甲基丙烯酰氧)丙基三甲氧基

硅烷中的至少一种与硫氰酸钾、磷酸二氢钾、乙

酸钠或硫酸铵中的至少一种按照任意配比混合

后的混合物。采用本发明提供的剥离层的镀液及

剥离层的制备方法所得的载体铜箔剥离层是一

种新型的纳米级复合锌镀层，该剥离层极薄且均

匀，能使压合后的极薄铜箔完全、稳定地与载体

箔剥离。
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1.一种载体铜箔剥离层的镀液，其特征在于，包括如下组份：

酒石酸氢钾20～60g/L,硫酸锌8～16g/L,添加剂A  5～20g/L,pH＝3.0～5.0，所述添加

剂A为3-(2,3-环氧丙氧)丙基三甲氧基硅烷、3-(2,3-环氧丙氧)丙基三乙氧基硅烷、3-(2,

3-环氧丙氧)丙基甲氧基二乙氧基硅烷或3-(甲基丙烯酰氧)丙基三甲氧基硅烷中的至少一

种与硫氰酸钾、磷酸二氢钾、乙酸钠或硫酸铵中的至少一种按照任意配比混合后的混合物。

2.根据权利要求1所述的镀液，其特征在于，包括如下组份：酒石酸氢钾40g/L,硫酸锌

12g/L,添加剂A  12g/L,pH＝3.8～4.2。

3.一种载体铜箔剥离层的制备方法，其特征在于，包括如下步骤：

1)镀液配制：将酒石酸氢钾、硫酸锌、添加剂A分别溶于水，澄清后混合，控制镀液中各

个物质的含量如下：酒石酸氢钾20～60g/L,硫酸锌8～16g/L,添加剂A  5～20g/L,镀液pH＝

3.0～5.0,所述添加剂A为3-(2,3-环氧丙氧)丙基三甲氧基硅烷、3-(2,3-环氧丙氧)丙基三

乙氧基硅烷、3-(2,3-环氧丙氧)丙基甲氧基二乙氧基硅烷或3-(甲基丙烯酰氧)丙基三甲氧

基硅烷中的至少一种与硫氰酸钾、磷酸二氢钾、乙酸钠或硫酸铵中的至少一种按照任意配

比混合后的混合物；

2)电镀剥离层：控制镀液的温度为25～45℃，后将载体铜箔放入步骤1)所得的镀液之

中，于载体铜箔上电镀一层纳米级复合镀锌层即为剥离层。
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一种载体铜箔剥离层的镀液及剥离层的制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种载体铜箔剥离层的镀液及剥离层的制备方法，属于电解铜箔的制

备技术领域。

背景技术

[0002] 随着电子产品向轻、薄、短、小、多功能化及高附加值方向发展，促进了高密度互连

印制线路板(HDI  PCB)的发展，目前市场上大约有90％的手机采用HDI  PCB作为底板，而要

做成HDI  PCB的主要条件就是采用极薄型电解铜箔。铜箔越薄，生产越困难，而且在运输过

程中很容易起皱和撕裂。因此，极薄铜箔的生产技术也将成为今后的研究热点。

[0003] 目前，极薄铜箔的制备方法是采用18或35微米双光电解铜箔作为载体箔，先在其

上形成剥离层，然后再沉积2-6微米的极薄铜箔。电沉积后的极薄铜箔连同载体箔一同经热

压、固化在绝缘基板上，再通过机械方法将载体箔剥离除去。

[0004] 在极薄铜箔的制备过程中，剥离层是非常重要的，剥离层主要分为：无机剥离层、

有机剥离层和复合剥离层；无机剥离层主要为金属层或合金层，此剥离层导电性好，但剥离

较困难；有机剥离层为含氮化合物、含硫化合物和羧酸等，常用的有苯并三氮唑(BTA)和羧

基苯并三唑(CBTA)等，此剥离层导电性差，有机物的吸附不均而导致剥离不均，有的地方容

易剥离，有的地方难剥离等弊端。复合剥离层经常选用有机层和无机层一起做剥离层，虽然

研究的较多，但目前都还没有研究出能完全稳定剥离的剥离层。

发明内容

[0005] 本发明针对现有极薄电解铜箔生产过程中剥离层存在的不足，提供一种载体铜箔

剥离层的镀液及剥离层的制备方法。

[0006] 本发明解决上述技术问题的技术方案如下：

[0007] 一种载体铜箔剥离层的镀液，包括如下组份：酒石酸氢钾20～60g/L ,硫酸锌8～

16g/L,添加剂A  5～20g/L,pH＝3.0～5.0，所述添加剂A为3-(2,3-环氧丙氧)丙基三甲氧基

硅烷、3-(2,3-环氧丙氧)丙基三乙氧基硅烷、3-(2,3-环氧丙氧)丙基甲氧基二乙氧基硅烷

或3-(甲基丙烯酰氧)丙基三甲氧基硅烷中的至少一种与硫氰酸钾、磷酸二氢钾、乙酸钠或

硫酸铵中的至少一种按照任意配比混合后的混合物。

[0008] 进一步，包括如下组份：酒石酸氢钾40g/L,硫酸锌12g/L,添加剂A12g/L,pH＝3.8

～4.2。

[0009] 采用上述剥离层的镀液制备载体铜箔剥离层的方法，包括如下步骤：

[0010] 1)镀液配制：将酒石酸氢钾、硫酸锌、添加剂A分别溶于水，澄清后混合，控制镀液

中各个物质的含量如下：酒石酸氢钾20～60g/L,硫酸锌8～16g/L,添加剂A  5～20g/L,镀液

pH＝3.0～5.0,所述添加剂A为3-(2,3-环氧丙氧)丙基三甲氧基硅烷、3-(2,3-环氧丙氧)丙

基三乙氧基硅烷、3-(2,3-环氧丙氧)丙基甲氧基二乙氧基硅烷或3-(甲基丙烯酰氧)丙基三

甲氧基硅烷中的至少一种与硫氰酸钾、磷酸二氢钾、乙酸钠或硫酸铵中的至少一种按照任
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意配比混合后的混合物；

[0011] 2)电镀剥离层：控制镀液的温度为25～45℃，后将载体铜箔放入步骤1)所得的镀

液之中，于载体铜箔上电镀一层纳米级复合镀锌层即为剥离层。

[0012] 采用上述方法于载体铜箔上电镀剥离层后，再电镀沉积一层2～6微米的极薄铜

箔，后极薄铜箔连同载体铜箔一同经热压、固化在绝缘基板上，再通过机械方法将载体铜箔

剥离除去，即得2～6微米的极薄电解铜箔。

[0013] 本发明的有益效果是：

[0014] 1)采用本发明提供的剥离层的镀液及剥离层的制备方法所得的载体铜箔剥离层

是一种新型的纳米级复合锌镀层，该剥离层极薄且均匀，能使压合后的极薄铜箔完全、稳定

地与载体箔剥离；

[0015] 2)该剥离层导电性好，集合了无机剥离层与有机剥离层的优点，且操作简单且成

本低，为后续载体极薄铜箔的工业生产提供理论依据。

具体实施方式

[0016] 以下结合实例对本发明的原理和特征进行描述，所举实例只用于解释本发明，并

非用于限定本发明的范围。

[0017] 实施例1：

[0018] 一种载体铜箔剥离层的镀液，包括如下组份：酒石酸氢钾的含量为40g/L，硫酸锌

的含量为12g/L，添加剂A的含量为12g/L，添加剂A为3-(甲基丙烯酰氧)丙基三甲氧基硅烷、

硫氰酸钾和磷酸二氢钾三者质量比为1：5：5混合而成，pH＝3.8～4.2。

[0019] 使用上述镀液制备载体铜箔剥离层的方法，包括如下步骤：控制镀液的温度为35

℃，后将载体铜箔放入镀液中，在电压为20V，电流为5A的直流电的作用下，电镀一层新型纳

米级复合锌镀层作为剥离层，电镀时间为3s，即得剥离层。

[0020] 实施例2：

[0021] 一种载体铜箔剥离层的镀液，包括如下组份：酒石酸氢钾的含量为60g/L，硫酸锌

的含量为16g/L，添加剂A的含量为20g/L，添加剂A为3-(2,3-环氧丙氧)丙基三甲氧基硅烷、

3-(2,3-环氧丙氧)丙基三乙氧基硅烷和乙酸钠按质量比为2：2：8混合而成，pH＝3.0～3.6。

[0022] 使用上述镀液制备载体铜箔剥离层的方法，包括如下步骤：控制镀液的温度为25

℃，后将载体铜箔放入镀液中，在电压为20V，电流为5A的直流电的作用下，电镀一层新型纳

米级复合锌镀层作为剥离层，电镀时间为3s，即得剥离层。

[0023] 实施例3：

[0024] 一种载体铜箔剥离层的镀液，包括如下组份：酒石酸氢钾的含量为20g/L，硫酸锌

的含量为8g/L，添加剂A的含量为5g/L，添加剂A为3-(2,3-环氧丙氧)丙基甲氧基二乙氧基

硅烷、3-(甲基丙烯酰氧)丙基三甲氧基硅烷、乙酸钠、硫酸铵按照质量比为1：1：3：5混合而

成，pH＝4.5～5.0。

[0025] 使用上述镀液制备载体铜箔剥离层的方法，包括如下步骤：控制镀液的温度为45

℃，后将载体铜箔放入镀液中，在电压为20V，电流为5A的直流电的作用下，电镀一层新型纳

米级复合锌镀层作为剥离层，电镀时间为5s，即得剥离层。

[0026] 对比例：
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[0027] 载体铜箔剥离层的镀液包括如下组份：酒石酸氢钾的含量为40g/L，硫酸锌的含量

为12g/L，溶液的pH值为3.8-4.2，pH＝3.8～4.2。

[0028] 控制镀液的温度为35℃，后将载体铜箔放入镀液中，在电压为20V，电流为5A的直

流电的作用下，电镀一层纳米级复合锌镀层作为剥离层，电镀时间为3s，即得剥离层。

[0029] 为了验证本发明提供的剥离层的镀液及剥离层的制备方法的技术效果，我们在实

施例1～3和对比例所得的剥离层上电镀2～6微米的极薄电解铜箔。后将此极薄载体铜箔在

180℃的高温下压合、固化在绝缘基板后，看能否通过机械方法能将载体铜箔完全剥离除

去，测试结果如表1所示。

[0030] 表1实施例1-3和对比例的剥离性能

[0031]

[0032] 由表1可以看出，通过本发明制备的纳米级复合锌剥离层，能使压合后的极薄铜箔

易于完全、稳定地与载体箔剥离。该剥离层为无机物和有机物组成的复合剥离层；剥离层极

薄而均匀、导电性好、操作简单且成本低，为后续载体极薄铜箔的工业生产提供理论依据。

[0033] 以上所述仅为本发明的较佳实施例，并不用以限制本发明，凡在本发明的精神和

原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。
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